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Abstract (en)
The cable tie for fastening bundles of cables (17) together comprises a serrated strip with a closure (2) which has an aperture which fits over the free
end (7) of the strip. The aperture has a guide surface (30) on the side which faces the serrations which has raised side walls (31).

Abstract (de)
Vorrichtung zum Binden von Gegensténden wie Kabelbiindeln (20) bestehend aus einem gezahnten Band (1) und einem mit einem Ende (3)
desselben fest verbundenen Schlof3 (2). Das Schlof3 weist eine Banddffnung (8) zum Aufnehmen und Festhalten des freien Bandendes (7) auf.
Auf der der Verbindung (36) mit dem Band (1) gegeniberliegenden Seite des Schlosses ist eine quer zur Richtung der Bandéffnung (8) liegende
Bandfuihrungsflache (30) vorgesehen, an der ein Teil des um einen Gegenstand gespannten Bandes vor seinem Eintritt in die Bandoffnung anliegt.
Die Bandfuhrungsflache (30) ist mit erhdhten Randleisten (31) versehen. <IMAGE>
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